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行业走势图 

FPGA——“5G+AI”，穿越周期的成长属性 
 

FPGA 的前世今生：FPGA（Field－Programmable Gate Array），即现场可编
程门阵列，它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的
产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，
既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
FPGA 芯片由输入/输出块、可配置逻辑块和可编程互联三部分组成，同一片
FPGA，不同的编程数据，可以产生不同的电路功能，因此 FPGA 的使用非
常灵活。FPGA 芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
它的应用领域包括航空航天/国防、消费电子、工业、电子通讯等。 
 
快速成长的 FPGA 市场：2018 年全球 FPGA 市场约为 60 亿美金左右，市场
研究机构 MRFR 预计随着 AI+5G 的应用展开，市场容量有望在 2025 年达到
125 亿美金左右的规模，年复合增长率 10.22%。同时在亚太地区尤其在中国，
新兴基础建设应用的铺开，FPGA 的复合增速将有望显著优于其他地区，而
成为 FPGA 重要的市场抓手。在 FPGA 的主要应用方面，电子通信以 40%的
份额占据了最大的应用市场，而增速最快的领域则将是汽车和数据中心等应
用场景。 
 
“5G+AI”带来 FPGA 新增长引擎：FPGA 相对于 CPU 与 GPU 均有明显的
能耗优势，FPGA 在电子通信领域增加带宽的应用有望得到迅速扩张，以
5G+AI 为主要应用场景的需求将迅速提升 FPGA 的市场容量。 
 
基站的建设带动 FPGA 增长：基站出货量将超过 2000 万个，2018 年美国小
基站增速达 560%，通讯的发展带来 FPGA 量价齐升，基站侧用的 FPGA 总价
高。 
 
国内优质 FPGA 公司：复旦微电子在 FPGA 领域有近二十年的研究和发展，
是国内为数不多的自主研发 FPGA 的研究机构。从产品上来看，公司前期研
制出的自主知识产权千万门级 FPGA 产品，突破了在传统集成电路设计基础
上的高可靠性设计，经过测试，其高可靠性能处于国际领先地位。该系列产
品已成功应用于我国卫星导航、载人航天等重大工程项目中，解决了我国高
可靠 FPGA 禁运的难题。紫光国微子公司紫光同创及其前身已有 10 余年可
编程逻辑器件发展史，是中国国产 FPGA 领先厂商。紫光同创愿景是实现中
国 FPGA 产品完全自主可控。 
 
推荐标的：上海复旦；建议关注：紫光国微 
 
风险提示：5G 基站出货量不及预期，出现替代 FPGA 的产品。 
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1. FPGA 的前世今生 

FPGA（Field－Programmable Gate Array），即现场可编程门阵列，它是在 PAL、GAL、
CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中
的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路
数有限的缺点。FPGA 芯片由输入/输出块、可配置逻辑块和可编程互联三部分组成，同一
片 FPGA，不同的编程数据，可以产生不同的电路功能，因此 FPGA 的使用非常灵活。FPGA

芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。它的应用领域包括航空航天
/国防、消费电子、工业、电子通讯等。 

 

架构方面，FPGA 拥有大量的可编程逻辑单元，可以根据客户定制来做针对性的算法设计。
除此以外，在处理海量数据的时候，FPGA 相比于 CPU 和 GPU，独到的优势在于：FPGA

更接近 IO。换句话说，FPGA 是硬件底层的架构。比如，数据采用 GPU 计算，它先要进
入内存，并在 CPU 指令下拷入 GPU 内存，在那边执行结束后再拷到内存被 CPU 继续处
理，这过程并没有时间优势;而使用 FPGA 的话，数据 I/O 接口进入 FPGA，在里面解帧后
进行数据处理或预处理，然后通过 PCIE 接口送入内存让 CPU 处理，一些很底层的工作已
经被 FPGA 处理完毕了（FPGA 扮演协处理器的角色），且积累到一定数量后以 DMA 形式
传输到内存，以中断通知 CPU 来处理，这样效率就高得多。 

 

图 1：FPGA 架构 

 

资料来源：电子发烧友，天风证券研究所 

 

性能方面，虽然 FPGA 的频率一般比 CPU 低，但 CPU 是通用处理器，做某个特定运算(如
信号处理，图像处理)可能需要很多个时钟周期，而 FPGA 可以通过编程重组电路，直接
生成专用电路，加上电路并行性，可能做这个特定运算只需要一个时钟周期。比如一般
CPU 每次只能处理 4 到 8 个指令，在 FPGA 上使用数据并行的方法可以每次处理 256 个
或者更多的指令，让FPGA可以处理比CPU多很多的数据量。举个例子，CPU主频3GHz，
FPGA 主频 200MHz，若做某个特定运算 CPU 需要 30 个时钟周期，FPGA 只需一个，则
耗时情况：CPU：30/3GHz＝10ns；FPGA：1/200MHz＝5ns。可以看到，FPGA 做这个
特定运算速度比 CPU 块，能帮助加速。 

 

2. 快速成长的 FPGA 市场 

2018 年全球 FPGA 市场约为 60 亿美金左右，预计随着 AI+5G 的应用展开，市场容量
有望在 2025 年达到 125 亿美金左右的规模，年复合增长率 10.22%。 

图 2：FPGA 市场规模（单位：百万美元） 
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资料来源：MRFR，天风证券研究所 

同时在亚太地区尤其在中国，新兴基础建设应用的铺开，FPGA 的复合增速将有望显著优
于其他地区，而成为 FPGA 重要的市场抓手。 

表 1：全球 FPGA 市场分解 

 2017 市场价值（USDmn） 2025 市场价值（USDmn） CAGR 

全球 5830 12521.2 10.22% 

亚太地区 2246 5501.7 12.05% 

北美 1955.21 3980.1 9.45% 

欧洲 1131.88 2146.87 8.52% 

资料来源：MRFR，天风证券研究所 

在下游应用领域，电子通讯仍然占据了主要的市场份额，达到 40%左右，这其中 5G+AI
都是主要的需求；而增速最快的是汽车，CAGR 将至 13.1%。 

表 2：FPGA 市场分解（按应用） 

应用 2017（USDmn） 2025（USDmn） 市场份额（2017） CAGR 

电子通讯 2351.98 4403.94 40% 8.3% 

消费电子 1324.05 2771.83 23% 9.87% 

汽车 953.47 2514.51 16% 13.10% 

数据中心 456.03 1128.37 8% 12.18% 

工业 744．47 1702.59 13% 11.10% 

总计 5830.00 12521.24 100% 10.22% 

资料来源：MRFR，天风证券研究所 

图 3：市场份额（按应用）（单位：USDMN） 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

市场规模 4562.7 4797.7 5079 5418.2 5830 6334.5 6905.6 7554.2 8293.3 9138.7 10109 11227 12521
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资料来源：MRFR，天风证券研究所 

 

从供应链角度看，FPGA 生产厂商处于整个电子行业的上游，并多数以 Fabless 的模式
运营（Altera 除外，已被 Intel 收购，属于 IDM），FPGA 同样追求最先进的工艺制程和
节点，目前最先进的 FPGA 采用 7nm 工艺制程，由 Xilinx 率先发布，台积电制造。 

图 4：FPGA 供应链 

 

 

 

 

 

 

 

 

资料来源：电子产品世界，天风证券研究所 

目前 FPGA 的主要产业链供应商仍然集中在欧美地区，以 Altera（被 Intel 收购），和
Xilinx 两家为主。两家合计额的市场份额占到 72%。 

图 5：FPGA 主要公司市占率 
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资料来源：MRFR，天风证券研究所 
 

 

 

FPGA 行业是一个高进入壁垒领域，市场前景诱人。由于 FPGA 软件开发难度大，需要最
先进的制造封测工艺、IP 多且杂，因此中国目前的发展存在严重滞后。从信息、产业和国
防安全等方面考虑，中国一定会加速 FPGA 的国产化，政府对国有半导体产业会有一定力
度的扶持。此外在 AI、LoT、5G 快速发展的推动下，中国将有庞大的 FPGA 增量市场。因
此，这是国内 FPGA 厂商快速切入的时机。 

国内 FPGA 厂商有上海复旦微，紫光同创、京微雅格、高云半导体、上海安路、西安智多
晶等，但是同国外领先厂商相比，国产 FPGA 厂商不论从产品性能、功耗、功能上都有较
大差距。 

 

表 3：国内厂商 FPGA 产品 

厂商   

 

 

 

紫光同创 

Titan 系列：Titan系列可编程逻辑器件是深

圳市紫光同创电子有限公司推出的全新高性

能 FPGA产品，它采用了完全自主产权的体

系结构和主流的 40nm工艺。Titan系列产

品包含创新的可配置逻辑单元（CLM）、专用

的 18Kb存储单元（DRM）、算术处理单元

（APM）、高速串行接口模块（HSST）、多

功能高性能 IO以及丰富的片上时钟资源等

模块，广泛适用于通信、视频、工业控制等

多个应用领域  

42% 

30% 

12% 

4% 

1% 
12% 

Xilinx
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Lattice

QuicILogic Corp
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上海安路 

ELF 系列 CPLD 产品是安路科技推出的“小

精灵”系列第一代产品，定位低成本、低功

耗、可编程 CPLD 市场，支持单芯片、即时

启动、非易失性存储技术及 OTP 模式，适

用于通信、工业、消费等应用领域中的逻辑

桥接、接口扩展、系统控制功能。 

ELF2 系列 FPGA 产品是安路科技推出的

“小精灵”系列第二代产品，包含内嵌 MC

U 的 SOCFPGA 产品。采用 55nm 低功耗

工艺，具有多功能配置、高性能、内部资源

丰富等特点，在视频采集、工业控制、通信

等领域具有广泛的适应性。 

EAGLE系列FPGA产品是安路科技推出的

“猎鹰”系列产品，具有低功耗、低成本、

高性能等特点。丰富的 LUT、DSP、BRA

M、高速差分 IO 等资源，强大的引脚兼容替

换性能，在工业控制、通信接入、显示驱动

等领域可有效帮助用户提升性能、降低成本。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京微雅格 

CME-山（M）系列产品基于京微雅格特

有的 CAP（Configurable Application 

Platform，可配置应用平台）构架，将

FPGA, CPU, SRAM, ASIC, Flash 以及

模拟单元等功能模块集成在单一芯片上，

满足客户不同场合应用的“可定制可重构

可编程”可配置应用需求。 

CME-山系列产品主要面向中高强度数

据处理应用领域，如视频驱动、工业控制、

信息安全、通信终端等，FPGA 逻辑门数

从几万门到几十万门。针对这些市场领域

的特点，CME-山系列可以提供不同组合

的选择，如纯 FPGA、FPGA+MEM、

FPGA+MCU+MEM 和

FPGA+MCU+ADC+MEM 等。 

 

 

 

复旦微电子 

公司研制出的 FPGA 产品突破了在传统集

成电路设计基础上的高可靠性设计，采用了

全新的亿门级 FPGA 创新架构，并集成了专

用超高速串并转换模块、高灵活可配置模块、

专用数字信号处理模块、高速内部存储模块、

可配置时钟模块等适用亿门 FPGA 应用的

模块电路，其各类指标均已达国际同类产品

先进水平。  
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高云半导体 

高云半导体 GW2A系列FPGA产品是高

云半导体晨熙®家族第一代产品，内部资

源丰富，具有高性能的 DSP 资源，高速

LVDS 接口以及丰富的 BSRAM 存储器

资源，这些内嵌的资源搭配精简的 FPGA

架构以及 55nm 工艺使 GW2A 系列

FPGA 产品适用于高速低成本的应用场

合。 

高云半导体GW1N系列FPGA产品是高

云半导体小蜜(LittleBee® )家族第一代产

品，具有低功耗、瞬时启动、低成本、非

易失性、高安全性、封装类型丰富、使用

方便灵活等特点。 

 

 

资料来源：各公司官网，天风证券研究所 

3. “5G+AI”带来 FPGA 新增长引擎 

FPGA 在电子通信领域增加带宽的应用有望得到迅速扩张，以 5G+AI 为主要应用场景的需
求将迅速提升 FPGA 的市场容量。 

电子通讯领域的迅猛发展有望推动 FPGA 市场的扩张。智能手机和移动设备的不断增长
增加了电子通讯网络的负担。全世界范围内城市和农村地区的网络用户数量都在不断增长，
导致了诸如 3G、4GLTE 和 5G 等网络技术的广泛应用，并产生了电子通讯领域对网络的
旺盛需求。与 FPGAs 耦合的设备高带宽收发器被用来满足这一需求。小的 FPGA 设备
提供接口和控制功能，大的设备可以使用一个或多个 FPGAs 完成系统设计。将硬 IP 集
成到公共接口和处理功能中大大提高了 FPGA 在网络应用中的生产率。此外，硅工艺的
引入极大增加了逻辑单元的最大数量。这些特性使得 FPGA 在电信行业的应用中具有吸
引力。 

随着人工智能领域等方面的展开，FPGA 也受到了越来越多的异构计算方面的青睐。人工
智能算法所需要的复杂并行电路的设计思路适合用 FPGA 实现。FPGA 计算芯片布满“逻辑
单元阵列”，内部包括可配置逻辑模块，输入输出模块和内部连线三个部分，相互之间既
可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的独立基本逻辑单元。 

注意 FPGA 与传统冯诺伊曼架构的最大不同之处在于内存的访问。FPGA 在本质上是用硬
件来实现软件的算法，因此在实现复杂算法方面有一些难度。 

FPGA 相对于 CPU 与 GPU 有明显的能耗优势，主要有两个原因。首先，在 FPGA 中没有
取指令与指令译码操作，在 Intel 的 CPU 里面，由于使用的是 CISC 架构，仅仅译码就占整
个芯片能耗的 50%；在 GPU 里面，取指令与译码也消耗了 10%～20%的能耗。其次，FPGA

的主频比 CPU 与 GPU 低很多，通常 CPU 与 GPU 都在 1GHz 到 3GHz 之间，而 FPGA 的主
频一般在 500MHz 以下。如此大的频率差使得 FPGA 消耗的能耗远低于 CPU 与 GPU。 

 

图 6：FPGA VS CPU 性能（单位：毫秒）  图 7：FPGA VS CPU 功耗（单位：焦） 
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资料来源：亿欧，天风证券研究所 

 

资料来源：亿欧，天风证券研究所 

 

Intel167 亿美元收购 Altera，IBM 与 Xilinx 的合作，都昭示着 FPGA 领域的变革，未来也将
很快看到 FPGA 与个人应用和数据中心应用的整合。FPGA 在功耗和性能上相对同等级的
CPU,有较大的优势。CPU+FPGA 在人工智能深度学习领域，将会是未来的一个重要发展方
向 

 

图 8：FPGA 大幅提升了硬件加速的单位功耗性能 

 

资料来源：51CTO，天风证券研究所 

在 5G 通信领域，FPGA 是基站单元 BBU 里进行数字计算的重要环节。射频前端信号在
转化为数字信号后，需要使用 FPGA 来计算。FPGA 提供软件、硅、硬件等参考设计工
具，这些工具允许用户使用最少的HDL知识或任何其他FPGA特定语言开发嵌入式系统。
这些工具的使用使得基于 FPGA 的系统的速度已经显著增加。FPGAs 的主要优点是具有
重新编程的灵活性，并兼具成本优势。它也能够实现任何 ASICs 能实现的逻辑功能。同
时，应用 DSP 和 FPGA 组合可使成本降低。对于无线基站，FPGA 和 DSP 可编程逻辑
的系统配分，可促使更大的产品设计和市场成功率。 

 

4. 基站的建设带动 FPGA 增长 

小基站需求迅速增长，出货量将超过 2000 万个。Dell' Oro Group 发布了一份《移动无线
接入网五年预测报告》，该报告预测，接下来的 5 年时间里，运营商对于宏基站、小基站
的需求将会是“迅猛式”，同时了解到,这份报告预测，基站出货量将超过 2000 万个,5G 新
空口大规模天线阵列( Massive MIMO)收发器的出货量将超过 5000 万个。 

 

2018 年美国小基站增速达 560%。美国无线通信和互联网协会（CTIA）近日发布市场调
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研报告，其中显示，截至 2017 年末，美国在网正常运行的移动通信基站总数量是 32.3448

万个，在过去的 10 年时间中增加了 52%；而且尤其这得一提的是，“基站的密集部署”成
为发展趋势---小基站数量从2017年的1.3万个猛升至2018年的8.6万个，增幅高达560%，
而且预计在 5G 时代仍将保持高增速。 

 

FPGA 在通信发展中的重要地位，通讯的发展带来 FPGA 量价齐升。通信行业讲的云主要
包括核心网及各种服务器中心，在大数据和云计算没有规模应用之前，核心网设备里面基
本没有 FPGA，因为核心网所处理的协议其实非常标准化，变化不是太大，我们常见的
2G-3G-4G 以及即将到来的 5G，其标准的核心部分实际上主要体现在物理层和逻辑层，
而这些功能主要在管道（基站、基站控制、承载、传输等产品）中实现，这些标准变化快，
各设备厂家为了抢占产品和技术的制高点，甚至在标准还未冻结之前就推出原型样机甚至
小批量，而这只有 FPGA 能做到。一般来讲越往终端侧靠近，设备的数量越多，用的 FPGA

量也越多，越靠近核心网侧用的 FPGA 数量越少，但 FPGA 芯片的型号越高端，单片更贵。 

 

图 9：嵌入式 FPGA（eFPGA）集成在了 5G 基带芯片内 

 

资料来源：电子发烧友，天风证券研究所 

 

基站侧用的 FPGA总价高，随着 5G 部署，全球基站数有望破亿。基站的量非常大，基站
虽然和手机的量没法比，但远多于核心网数量，据不完全统计，全球存量基站有数千万（5G

部署后，可能会轻松破亿），每个基站里面有数块到 10 数块板子（根据配置不同而不同），
除了电源和风扇板子没有FPGA芯片外，几乎每块板子都有FPGA芯片，有的还不止一颗。
其次，基站里面用的 FPGA 型号也不会太低端，因为要处理复杂的物理协议、部分算法和
逻辑控制，接口速率更是一个重要的考虑。一般来讲，基站中的芯片价格在一百到数千元
人民币不等。价格过高比如几千甚至上万人民币的芯片，最多在初期原型验证用，不会大
规模发货。最后，基站主要负责实现通信协议中物理层、逻辑链路层的协议部分，这部分
内容每年都在升级，而且也比较适合 FPGA 来实现。 

 

图 10：4G 基站与 5G 基站分别需要的 FPGA 个数对比（个）  图 11：4G 基站与 5G 基站的价值量对比 
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资料来源：Daiwa estimates & forecasts，天风证券研究所 

 

资料来源：Daiwa estimates & forecasts，天风证券研究所 

 

我们可以看到，一个 5G 基站对 FPGA 需求量几乎是一个 4G 基站需求量的两倍，5G 基
站硅的价值量约为 4G 基站的 1.7 倍，FPGA 的价值量比 4G 基站多大约 1000 美元的价值
量。由此我们可以测算，将 1000 个 4G 基站替换成 5G 基站，带来的 FPGA 的价值量提
升约为 100 万美元，据 wind 数据，中国移动 2016 年的 4G 基站数就有 151 万个；若直接
新建 1000 个 5G 基站则将带来接近 300 万美元的价值增量，而现在的基站存量就有几千
万个。随着基站出货量的激烈增长及 5G 的部署，FPGA 将迎来迅猛的增长。 

 

5. 国内 FPGA 优质公司介绍 

5.1. 复旦微电子——自主研发 FPGA 二十余年 

复旦微电子（Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited）创建于 1998

年，于 2000 年在香港创业板上市，2014 年公司转往香港主板上市（股票编号：1385），
是国内集成电路设计行业第一家上市企业。 

 

表 4：公司历史 

发生时间 事件类型 摘要 

2015 
合同/协议 2015 年，公司与复控华龙签订了智能电表芯片开发协议，

共同开发卫星导航芯片 

2013 股票上市/IPO 2013 年，上海复旦宣布将由香港创业板转移至主板上市。 

2013 
股票上市/IPO 公司转移至香港主板上市，公司宣布从 2014 年起在香港

主板交易，交易代码为“1385”. 

2011 
公司变更 公司在 2011 年更名为上海复旦微电子集团公司（上海复

旦）。 

2009 
合同/协议 2009 年，公司与上海复旦大学签订了 FPGA 专用协议，

共同研发抗辐射 FPGA 电路。 

2009 
其他 上海复旦微电子向上海复旦通讯追加投资，最终拥有复

旦通讯 19%的股份。 

2008 
合同/协议 在 2008 年，公司与复旦大学签订技术研究协议，合作进

行 FPGA 电路的自行研制。 

2008 
兼并/收购 上海复旦微电子收购复控华龙 51%的股份。复控华龙是

从事集成电路应用和微系统开发的中国公司。 

2007 公司注册/成立 公司在 2007 年成立两家子公司。 

2002 
公司注册/成立 2002 年，上海复旦微电子成立一个子公司——上海复旦

微电子（香港）有限公司。 

2001 公司注册/成立 2001 年，公司成立子公司 Sino IC 

2000 股票上市/IPO 2000 年，上海复旦微电子在香港创业板上市，代码 8102 

资料来源：公司公告，天风证券研究所 
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公司恒守“无工厂化（Fabless）”的模式，从事超大规模集成电路的设计、开发和提供系
统解决方案，已形成了安全与识别、非挥发性存储器、智能电表、专用模拟电路四大产品
和技术发展系列。按照公司业务分拆，安全与识别业务目前是公司主要收入来源，占比达
60%左右。 

图 12：2017 年公司收入分拆 

 
资料来源：公司年报，天风证券研究所 

同时公司积极开拓新兴领域，近些年在 FPGA 和北斗导航芯片方面大力布局，形成了自主
研发设计芯片的能力，在原有业务基础上，积极拥抱新兴市场和领域，形成了新的业务增
长点。 

图 13：FPGA 业务  图 14：北斗导航业务 

 

 

 

资料来源：公司官网，天风证券研究所  资料来源：公司官网，天风证券研究所 

 

复旦微电子的 FPGA 产品在航空航天领域已经取得应用，公司将在 FPGA 国产化这一进程
中扮演重要角色。 

复旦微电子在 FPGA 领域有近二十年的研究和发展，是国内为数不多的自主研发 FPGA 的
研究机构。公司研制出的 FPGA 产品突破了在传统集成电路设计基础上的高可靠性设计，
采用了全新的亿门级 FPGA 创新架构，并集成了专用超高速串并转换模块、高灵活可配置
模块、专用数字信号处理模块、高速内部存储模块、可配置时钟模块等适用亿门 FPGA 应
用的模块电路，其各类指标均已达国际同类产品先进水平。该亿门级系列产品的成功研制
填补了国内超大规模亿门级 FPGA 的空白，可满足我国对国防、航空、航天、通信、医疗
等领域 FPGA 器件的迫切需求。 

从产品上来看，上海复旦微电子集团股份有限公司在 FPGA 领域有着近二十年的研究和发
展。公司前期研制出的自主知识产权千万门级 FPGA 产品，突破了在传统集成电路设计基

60.70% 

6.57% 

18.41% 

14.32% 

安全与识别芯片 智能电表芯片 NVM 其他 

其他: 

健康卡 

校园卡 

社会安全卡 

电子监察 

交通卡 



 
 

行业报告 | 行业专题研究 

      请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 13 

 

础上的高可靠性设计，经过测试，其高可靠性能处于国际领先地位。该系列产品已成功应
用于我国卫星导航、载人航天等重大工程项目中，解决了我国高可靠 FPGA 禁运的难题。 

5.2. 紫光国微——中国国产 FPGA 领先厂商 

公司于 2001 年 9 月在河北省注册成立，是国内压电石英晶体元器件领域的领军企业，于
2005 年在深圳证券交易所中小板上市（股票简称：晶源电子，股票代码：002049），是同
行业第一家上市公司。公司 2012 年以来主要通过外延并购、战略合作、设立子公司等方
式进军集成电路领域，渗透部分细分领域。集成电路领域的主要业务有：智能安全芯片业
务、特种集成电路业务、存储器芯片业务（即将剥离）、FPGA 业务和半导体功率器件业务。 

表 5：公司发展历程 

时间 事件 

2018 年 
 公司更名为“紫光国芯微电子股份有限公司”，证券简称由“紫光国芯”

变更为“紫光国微”。 

2017 年 
 收购西安紫光国芯半导体有限公司 24%股权，届时拥有其 100%的股

权。 

2016 年 
 紫光集团有限公司成为公司控股股东，公司更名为“紫光国芯股份有

限公司”，证券简称改为：“紫光国芯”。 

2015 年  收购西安紫光国芯 76%股份，进军储存芯片领域。 

2013 年 
 子公司深圳市国微电子有限公司成立全资子公司深圳市同创国芯电子

有限公司，进军 FPGA。 

2012 年 

 购买北京同方微电子有限公司 100%股权，开始涉足集成电路设计领
域（安全芯片）；后改名为“同方国芯电子股份有限公司”，证券简称
改为：“同方国芯”；同年购买深圳市国微电子有限公司，布局特种集
成电路领域。 

2010 年  同方股份有限公司换股收购公司 25%股权，成为公司的第一大股东 

2005 年 
 在深圳证券交易所中小板上市，成为同行业第一家上市公司，股票代

码 002049，证券简称：晶源电子。 

2001 年 9 月  公司前身——唐山晶源裕丰电子股份有限公司——成立。 

资料来源：公司官网，公司公告，天风证券研究所 

图 15：公司股权结构图  图 16：2011-2018H1 两大核心业务领域相对变化（单位：亿元） 

 

 

 

资料来源：WIND，天风证券研究所  资料来源：WIND，公司公告，天风证券研究所 

 

致力成为安全芯片领导者，积极布局 FPGA。公司于 2018 年 10 月 12 日发布公告称，董
事会同意公司将全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司 100%股权以 2.2 亿转让给间接
控股股东紫光集团有限公司下属全资子公司北京紫光存储科技有限公司，以减轻上市公司
的资金投入压力，改善公司财务状况和盈利能力，意味着其将剥离 DRAM 存储器芯片业务，
从此专注于安全芯片设计领域，致力成为“安全芯片领导者”，同时积极布局 FPGA、特
种集成电路、半导体功率器件等领域。 
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图 17：公司集成电路业务结构变化（单位：亿元） 

 

资料来源：公司公告，WIND，天风证券研究所 

 

子公司深圳市紫光同创电子有限公司（简称“紫光同创”）专攻 FPGA领域。2013 年，紫
光国微子公司——深圳市国微电子有限公司——成立全资子公司紫光同创，公司专业从事
可编程逻辑器件（FPGA、CPLD 等）研发与生产销售工作，产品市场覆盖通信网络、信
息安全、人工智能、数据中心、工业物联网等领域。紫光同创及其前身已有 10 余年可编
程逻辑器件发展史，是中国国产 FPGA 领先厂商。紫光同创愿景是实现中国 FPGA 产品
完全自主可控。 

 

图 18：Titan 系列芯片  图 19：Logos 系列芯片 

 

 

 

资料来源：公司官网，天风证券研究所  资料来源：公司官网，天风证券研究所 

公司主要 FPGA产品： 
 

Titan系列芯片是公司推出的全新高性能FPGA产品，是国内第一款千万门级高性能FPGA。
它采用了完全自主产权的体系结构和主流的 40nm 工艺，可编程逻辑资源最高达 18 万个。 

 

Logos 系列芯片是公司推出的全新高性价比 FPGA 产品，它采用了完全自主产权的体系
结构和主流的 40nm 工艺。该系列产品支持 6.25Gbps SERDES、1066Mbps DDR3 等高
速接口，自带 RAM 软错误检测与纠错功能、具备 LPDDR、DDR2、DDR3、DDR3L、MIPI 

D-PHY 等主流标准接口。可应用于工业控制、物联网、消费电子等领域，是消费类产品、
LED 控制卡及工业自动化应用中高级桥接应用。 

图 20：软件工具 

4.23  5.74  6.96  

5.69  8.13  4.66  

1.94  
3.35  2.77 

3.32  

2.69  3.15  3.94  5.13  
5.16  

2.30  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018H1

智能安全芯片 存储器芯片业务 特种集成电路 



 
 

行业报告 | 行业专题研究 

      请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 15 

 

 

资料来源：公司官网，天风证券研究所 

 

软件工具：Pango Design Suite 是紫光同创基于 10 年 FPGA 开发软件技术攻关与工程实
践经验而研发的一款拥有国产自主知识产权的大规模 FPGA 开发软件，可以支持千万门级
FPGA 器件的设计开发。 

 

最新动态，已取得大部分关键技术突破：据公司 2018 年半年报，公司 2018 上半年在不
断优化完善 Titan 系列可编程系统芯片（FPGA）PGT180H 芯片的同时，持续丰富产品线，
并加大市场推广工作，重点开拓通信、工业控制、音视频等领域客户。 新推出的 Logos

系列 PGL22G 芯片，面向工业控制、通信等应用领域，客户试用情况良好，已经实现订单
销售。Compact 系列 CPLD 产品的首款芯片 PGC2400G 已经完成研发并已流片，预计三
季度向市场提供工程样品。此外，公司继续推进新一代 Titan2 系列可编程系统芯片的研发，
已取得大部分关键技术的突破，力争尽早推出产品。 
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